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Manipulacion del equipo

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes directrices de seguridad para proteger su computadora de posibles dafios y para garantizar su seguridad personal. A
menos que se sefiale lo contrario, cada procedimiento incluido en este documento asume que existen las siguientes condiciones:

Ha leido la informacion sobre seguridad que venia con su equipo.

Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, se puede instalar al realizar el procedimiento de extraccion en
orden inverso.

/\ | ADVERTENCIA: Desconecte todas las fuentes de energia antes de abrir la cubierta o los paneles del equipo. Una vez que termine
de trabajar en el interior del equipo, vuelva a colocar todas las cubiertas, paneles y tornillos antes de conectarlo a la fuente de
energia.

/\ | ADVERTENCIA: Antes trabajar en el interior del equipo, siga las instrucciones de seguridad que se entregan con el equipo. Para
obtener informacién adicional sobre practicas recomendadas de seguridad, visite la pagina de inicio sobre el cumplimiento de
normativas en www.Dell.com/regulatory_compliance

Muchas de las reparaciones deben realizarlas Unicamente los técnicos de servicio autorizados. El usuario debe
llevar a cabo Gnicamente las tareas de solucién de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la documentacién del
producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia en linea o telefénica. La garantia no cubre los dafios por reparaciones
no autorizadas por Dell. Lea y siga las instrucciones de seguridad proporcionadas con el producto.

Para evitar descargas electrostéaticas, toque tierra mediante el uso de un brazalete antiestético o toque
periédicamente una superficie metélica no pintada al mismo tiempo que toca un conector de la parte posterior de la
computadora.

Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes o contactos ubicados en una
tarjeta. Sostenga las tarjetas por sus bordes o por su soporte metélico de montaje. Sujete un componente, como un procesador,
por sus bordes y no por sus patas.

Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengiieta de tiro, y no del cable en si. Algunos cables
tienen conectores con lengiietas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione las lengtietas de bloqueo.
Cuando separe conectores, manténgalos alineados para evitar doblar las patas de conexion. Ademas, antes de conectar un cable,
asegurese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.

NOTA: Es posible que el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este
documento.

Apagado del equipo (Windows 10)

Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los
programas antes de apagar la computadora o de quitar la cubierta lateral.

1 Haga clic o toque E

I
2 Haga clic o toque O y, a continuacién, haga clic o toque Apagar.

®

®| NOTA: Asegurese de que el equipo y todos los dispositivos conectados estan apagados. Si la computadora y los dispositivos
conectados no se han apagado automaticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el botén de encendido
durante unos 6 segundos para apagarlos.



Antes de manipular el interior del equipo

Para evitar dafios en el equipo, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular su interior.

1 Asegurese de respetar las Instrucciones de seguridad.
2 Asegurese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
3 Apague el equipo.
4 Desconecte todos los cables de red del equipo.
Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuacion, del dispositivo de red.
5  Desconecte su equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentacion eléctrica.

6 Mantenga pulsado el botén de encendido con el equipo desenchufado para conectar a tierra la placa base.

®

NOTA: Protéjase de posibles descargas electrostéticas al usar una pulsera con conexion a tierra en la mufieca o tocar
periédicamente una superficie metélica no pintada al mismo tiempo que toca un conector de la parte posterior del equipo.

Después de manipular el interior del equipo

Una vez finalizado el procedimiento de instalacion, asegurese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de
encender el equipo.

1 Conecte los cables telefonicos o de red al equipo.

Para conectar un cable de red, enchufelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.
2 Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.
3 Encienda el equipo.
4 De ser necesario, ejecute ePSA Diagnostics (Diagnosticos de ePSA) para comprobar que el equipo esté funcionando correctamente.



2

Tecnologia y componentes

En este capitulo se ofrece informacion detallada sobre la tecnologia y los componentes disponibles en el sistema.

Temas:

Procesadores

DDRA4

Caracteristicas de USB
HDMI 2.0

Procesadores

Los sistemas OptiPlex 5060 se envian con el chipset Intel Coffee Lake de 8.2 generacién y la tecnologia de procesadores Intel Core.

®

NOTA: La velocidad de reloj y el rendimiento varian segun la carga de trabajo y otras variables. Caché total de hasta 8 MB
dependiendo del tipo de procesador

Intel Pentium Gold G5400 (2 nucleos/4 MB/4T/3.1 GHz/35 W); compatible con Windows 10/Linux
Intel Pentium Gold G5500 (2 ntcleos/4 MB/4T/3.2GHz/35 W); compatible con Windows 10/Linux
Intel Core i3-8100 (4 nucleos/6 MB/4T/3.1 GHz/35 W); compatible con Windows 10/Linux

Intel Core i3-8300 (4 nucleos/8 MB/4T1/3.2 GHz/35 W); compatible con Windows 10/Linux

Intel Core i5-8400 (6 nucleos/9 MB/6T/hasta 3.3 GHz/35 W); compatible con Windows 10/Linux
Intel Core i5-8500 (6 nucleos/9 MB/6T/hasta 3.5GHz/35 W); compatible con Windows 10/Linux
Intel Core i5-8600 (6 nucleos/9 MB/6T/hasta 3.7GHz/35 W); compatible con Windows 10/Linux
Intel Core i7-8700 (6 nucleos/12 MB/12T/hasta 4.0 GHz/35 W); compatible con Windows 10/Linux

DDRA4

La memoria DDR4 (cuarta generacion de velocidad de datos doble) es una sucesora de mayor velocidad de las tecnologias DDR2 y DDR3.
Permite hasta 512 GB de capacidad, en comparacion con el méaximo de 128 GB por DIMM de la DDR3. La memoria sincrénica dindmica de
acceso aleatorio DDR4 esté disefiada de manera diferente a SDRAM y DDR para impedir que el usuario instale el tipo de memoria incorrecto
en el sistema.

La DDRA necesita 20 % menos o simplemente 1,2 voltios, en comparacion con la DDR3, que requiere 1,5 voltios de energia eléctrica para
funcionar. La DDR4 también es compatible con un nuevo modo de apagado profundo, que permite que el dispositivo host entre en modo de
espera sin la necesidad de actualizar su memoria. Se espera que el modo de apagado profundo reduzca el consumo de energia entre

40-50 %.

Detalles de DDRA4

Existen sutiles diferencias entre los médulos de memoria DDR3 y DDR4, tal como se indica a continuacion.

Diferencia de muesca clave

La muesca de un médulo DDRA4 se encuentra en una ubicacion distinta a la muesca de un médulo DDR3. Ambas muescas se encuentran en
el borde de insercion, pero la ubicacion de la muesca de la DDR4 es ligeramente diferente, a fin de evitar que el médulo se instale en una
placa o plataforma incompatible.



Figura 1. Diferencia de muesca

Mayor grosor
Los mddulos DDRA son ligeramente méas gruesos que los de DDR3, para dar cabida a més capas de sefiales.

DDR4

Figura 2. Diferencia de grosor

Borde curvo

Figura 3. Borde curvo

Errores de memoria

Los errores de memoria en el sistema muestran el nuevo codigo de error ON-FLASH-FLASH u ON-FLASH-ON. Si toda la memoria falla, el
LCD no se enciende. Busque posibles fallas de memoria al probar con médulos de memoria sin problemas en los conectores de memoria de
la parte inferior del sistema o bajo el teclado, como en algunos sistemas portatiles.

Caracteristicas de USB

El Bus serie universal, o USB, se introdujo en 1996. Simplific6 enormemente la conexién entre computadoras host y dispositivos periféricos
como ratones, teclados, controladores externos e impresoras.

La taba que aparece a continuacion ofrece un breve resumen de la evolucion del USB.

8 Tecnologia y componentes



Tabla 1. Evolucion del USB

Tipo Velocidad de transferencia de datos Categoria Afio de introduccién
USB 38.0/USB 31Gen1 | 5 Gb/s Velocidad extra 2010
USB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed 2000
USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Velocidad extra 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (USB de modo de velocidad extra)

Durante afios, el USB 2.0 se ha afianzado firmemente como el estandar de facto de la interfaz en el universo informético con unos

6 mil millones de dispositivos vendidos vy, aun asi, aumenta la necesidad de mayor velocidad con una demanda de hardware informéatico mas
rapido y banda ancha atiin mayor. El USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 por fin tiene la respuesta a las demandas de los consumidores, con una
velocidad estimada 10 veces mayor que la de su predecesor. En resumen, las caracteristicas del USB 3.1 Gen 1 son las siguientes:

Velocidades de transferencia superiores (hasta 5 Gb/s)

Aumento méaximo de la alimentacion del bus y mayor consumo de corriente de dispositivo para acomodar mejor a los dispositivos con un
alto consumo energético

Nuevas funciones de administracion de alimentacion

Transferencias de datos duplex completas y compatibilidad con nuevos tipos de transferencia
Compatibilidad con versiones anteriores de USB 2.0

Nuevos conectores y cable

Las secciones que se muestran a continuacion tratan algunas de las preguntas mas frecuentes en relacion con el USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
S usE>

e

Velocidad

Actualmente, hay 3 modos de velocidad definidas segin la especificacion del USB 3.0/USB 31 Gen 1 mas reciente. Estas son: SuperSpeed,
alta velocidad y velocidad méxima. El nuevo modo SuperSpeed tiene una velocidad de transferencia de 4,8 Gbps. Mientras que la
especificacion conserva el modo de alta velocidad y velocidad maxima, cominmente conocidos como USB 2.0 y 1.1 respectivamente, los
modos mas lentos siguen funcionando a 480 Mbps y 12 Mbps respectivamente y mantienen la compatibilidad con versiones anteriores.

La especificacion del USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ha alcanzado un rendimiento muy superior gracias a los cambios técnicos que se indican a
continuacion:

Un bus fisico adicional que se agrega en paralelo al bus USB 2.0 existente (consulte la imagen a continuacion).

Anteriormente, la especificacion USB 2.0 tenia cuatro cables (alimentacion, conexion a tierra y dos para datos diferenciales). El
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 agrega cuatro més para disponer de dos pares para las diferentes sefiales (recepcion y transmision), con un total
combinado de ocho conexiones en los conectores y el cableado.

EI USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 utiliza la interfaz de datos bidireccional, en lugar del arreglo de duplex medio del USB 2.0. Esto ofrece un
aumento de 10 veces el ancho de banda tedrico.



Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Con las actuales demandas en continuo aumento sobre las transferencias de datos con contenido de video de alta definicion, dispositivos
de almacenamiento en terabytes, cdmaras digitales de alto conteo de megapixeles, etc., es posible que el USB 2.0 no cuente con la
suficiente rapidez. Ademés, ninguna conexién USB 2.0 podria llegar al rendimiento maximo tedrico de 480 Mbps, lo que lleva a la
transferencia de datos cerca de los 320 Mbps (40 MB/s), el maximo real actual. De igual modo, las conexiones USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
nunca alcanzaran los 4,8 Gb/s. Probablemente veremos una velocidad real méxima de 400 MB/s con sobrecargas. De este modo, la
velocidad del USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 es 10 veces mayor que la del USB 2.0.

Aplicaciones

El USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 abre el panorama y proporciona mas espacio para que los dispositivos ofrezcan una mejor experiencia en general.
Mientras que anteriormente apenas se soportaba el video de USB (desde una perspectiva de resolucién méaxima, latencia y compresion de
video), es facil imaginar que con una disponibilidad de 5 a 10 veces el ancho de banda, las soluciones de video de USB deberian funcionar
mucho mejor. DVI de enlace Unico requiere casi 2 Gbps de rendimiento. Mientras que los 480 Mbps eran restrictivos, los 5 Gbps resultan
mas que alentadores. Con los 4,8 Gbps de velocidad prometidos, el estandar encontrard su camino en algunos productos que anteriormente
no eran parte del territorio de USB, como los sistemas de almacenamiento de RAID externo.

A continuacion, se enumeran algunos de los productos que cuentan con USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 de velocidad extra:

Unidades de disco duro USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 externas para computadora de escritorio
Unidades de disco duro USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 portétiles

Adaptadores y acoplamiento de unidades USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Lectores y unidades Flash USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unidades de estado sdlido USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Unidades opticas

Dispositivos multimedia

Sistema de red

Tarjetas de adaptador y concentradores USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Compatibilidad

La buena noticia es que el USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 se ha planificado cuidadosamente desde el principio para coexistir sin inconvenientes con
el USB 2.0. En primer lugar, si bien el USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 especifica las nuevas conexiones fisicas y, por lo tanto, cables nuevos para
aprovechar las ventajas de la mayor velocidad del nuevo protocolo, el conector en si conserva la misma forma rectangular con los cuatro
contactos USB 2.0 exactamente en la misma ubicaciéon anterior. Los cables del USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 presentan cinco nuevas conexiones



para transportar los datos transmitidos y recibidos de manera independiente, y solo entran en contacto cuando se conectan a una conexion
USB adecuada de velocidad extra.

Windows 8/10 es compatible con las controladoras USB 3.1 Gen 1. Esto contrasta con las versiones anteriores de Windows, que siguen
necesitando drivers independientes para las controladoras USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Microsoft anuncié que Windows 7 serfa compatible con USB 3.1 Gen 1, quiza no en su primer lanzamiento, sino en un Service Pack posterior
0 una actualizacion. No es errado pensar que, luego de una version exitosa de USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 para Windows 7, la compatibilidad
con el modo de velocidad extra se extienda a la version Vista. Microsoft lo ha confirmado explicando que la mayoria de sus socios considera
que Vista también deberia admitir la especificacion USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

HDMI 2.0

En este tema, se proporciona informacién sobre HDMI 2.0 y sus funciones y ventajas.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface [interfaz multimedia de alta definicion]) es una interfaz de audio/video completamente digital,
sin comprimir, respaldada por la industria. HDMI proporciona una interfaz entre cualquier fuente digital de audio/video compatible, como un
reproductor de DVD o un receptor A/V, y un monitor digital de audio o video, como un televisor digital (DTV). Las aplicaciones previstas
para HDMI son televisor y reproductores de DVD. La principal ventaja es la reduccion de cables y las normas de proteccion de contenido.
HDMI es compatible con videos estandar, mejorados o de alta definicion y con audios digitales multicanal en un solo cable.

Caracteristicas de HDMI 2.0

Canal Ethernet HDMI: agrega conexiéon de red de alta velocidad a un enlace HDMI, lo que permite a los usuarios sacar el maximo
provecho de sus dispositivos con IP sin un cable Ethernet independiente.

Audio Return Channel: permite que un televisor con un sintonizador incorporado y conectado con HDMI envie datos de audio
"ascendentes" a un sistema de audio envolvente. De este modo, se elimina la necesidad de un cable de audio adicional.

3D: define protocolos de entrada/salida para los principales formatos de video 3D, preparando el camino para los juegos en 3D vy las
aplicaciones de cine 3D en casa.

Tipo de contenido: sefializacion en tiempo real de los tipos de contenido entre la pantalla y el dispositivo de origen, lo que permite que
el televisor optimice los ajustes de imagen en funcion del tipo de contenido.

Espacios de color adicionales: agrega compatibilidad para mas modelos de color que se utilizan en fotografia digital y graficos de
computadora.

Compatibilidad con 4K: ofrece resoluciones de video muy superiores a 1080p y compatibilidad con pantallas de Ultima generacion que
rivalizaran con los sistemas de cine digital utilizados en muchas salas de cine comercial.

Conector HDMI Micro: un nuevo conector de menor tamario para teléfonos y otros dispositivos portatiles compatible con resoluciones
de video de hasta 1080p.

Sistema de conexién para automéviles: nuevos cables y conectores para sistemas de video para automéviles, disefiados para
satisfacer las necesidades exclusivas del mundo del motor, ofreciendo auténtica calidad HD.

Ventajas de HDMI

Calidad: HDMI transfiere audio y video digital sin comprimir, para obtener una imagen con calidad y nitidez maximas.

Bajo coste: HDMI proporciona la calidad y funcionalidad de una interfaz digital, mientras que ofrece compatibilidad con formatos de
video sin comprimir de forma sencilla y eficaz.

El audio HDMI es compatible con varios formatos de audio, desde estéreo estandar hasta sonido envolvente multicanal.

HDMI combina video y audio multicanal en un Unico cable, lo que elimina los costes, la complejidad y la confusion de la utilizacion de
varios cables en los sistemas A/V actuales.

HDMI admite la comunicacion entre la fuente de video (como un reproductor de DVD) y un televisor digital, lo que ofrece una nueva
funcionalidad.



Extraccion e instalacion de componentes

Herramientas recomendadas

Los procedimientos de este documento requieren el uso de las siguientes herramientas:

Un destornillador de punta plana pequefio
Destornillador Phillips n.2 1
Un objeto puntiagudo de plastico

Lista del tamafno de los tornillos

Tabla 2. OptiPlex MFF

Componente Tipo de tornillo Cantidad Imagen
Cubierta de la base #6.32x9.3 1
Altavoz M2.5X4 2
Antena auxiliar M3X3 1
Placa base M3x4 2
#6.32x54 3
WLAN M2 x 3,5 1
SSD 1
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Disefio de la micro placa base

1 2 34 5

ULLLLLLRR L LLLALAL

11
10
9

1 Conector HDD 2 Bateria de tipo botén
3 Quitar CMOS/contrasefia/Puente del modo de servicio 4 Conector de video opcional (HDMI 2.0b/DP/VGA)
5 Conector en serie del puerto del teclado y el mouse 6 Socket del procesador
7 Conector del ventilador del CPU 8 Conector del altavoz interno
9 Ranuras para memorias 10 Conector WLAN M.2

1" Conector SSD M.2

Cubierta lateral

Extraccion de la cubierta lateral

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Para quitar la cubierta lateral, realice lo siguiente:
a Quite el tornillo de mariposa que fija la cubierta lateral al sistema.

Extraccion e instalacion de componentes
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b Deslice la cubierta lateral hacia la parte frontal del sistema y, a continuacion, levante la cubierta para quitarla del sistema.
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Instalacion de la cubierta lateral

1 Parainstalar la cubierta lateral, realice lo siguiente:
a Coloque la cubierta lateral sobre el sistema.
b Deslice la cubierta hacia la parte posterior del sistema para instalarla.



¢ Reemplace el tornillo de mariposa para fijar la cubierta al sistema.



2 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Ensamblaje de la unidad de disco duro:

Extracciéon del ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Quite la cubierta lateral.
& Para quitar el ensamble de disco duro, realice lo siguiente:

a Presione las lengUetas azules situadas en ambos lados del ensamblaje de la unidad de disco duro [1].
b Presione el ensamble de disco duro para liberarlo del sistema .

Extraccion e instalacion de componentes
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Extraccion de la unidad de disco duro de 2.5 pulgadas del
soporte para unidad

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:
a Cubierta lateral
b Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas
8 Para quitar el soporte para unidad, realice lo siguiente:
a Tire de un lado del soporte para unidad para desenganchar las clavijas de las ranuras de la unidad [1] y levante la unidad [2].

%
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Instalacion de la unidad de disco duro de 2.5 pulgadas en el
soporte para unidad

1 Alinee las clavijas del soporte para unidad con las ranuras de un lado de la unidad de disco duro e insértelas.
2 Doble el otro lado del soporte para unidad, alinee las clavijas del soporte con la unidad e insértelas.
3 Cologue:

a Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas
b Cubierta lateral

4 Siga los procedimientos que se describen en Despues de manipular el interior del equipo.

Instalacion del ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas

1 Parainstalar el ensamble de disco duro, realice lo siguiente:

a Inserte el ensamble de disco duro en la ranura del sistema.
b Deslice el ensamble de disco duro hacia el conector en la tarjeta madre del sistema hasta que encaje en su lugar.

s

2 Instale la cubierta lateral.
3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extraccion e instalacion de componentes
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Ventilador del sistema

Extraccion del extractor del disipador de calor

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.

2 Quite la cubierta lateral.

& Para quitar el extractor del disipador de calor:
a Presione las lenglietas azules situadas en ambos lados del extractor del disipador de calor [1].
b Deslice y levante el extractor del disipador de calor para liberarlo del sistema.
c Dé vuelta el extractor del disipador de calor para quitarlo del sistema [2].

4 Desconecte el cable del altavoz y el cable del extractor del disipador de calor de los conectores en la tarjeta madre del sistema.



Instalacién del extractor del disipador de calor

1 Parainstalar el extractor del disipador de calor:
a Conecte el cable del altavoz y el cable del extractor del disipador de calor a los conectores de la tarjeta madre del sistema.




b Coloque el extractor del disipador de calor en el sistema y deslicelo hasta que encaje en su lugar.

2 Instale la cubierta LED.
3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Altavoz

Extraccion del altavoz

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:
a Cubierta lateral
b Extractor del disipador de calor
8 Para extraer el altavoz, realice lo siguiente:
a Suelte el cable del altavoz de los ganchos de retencién en el extractor del disipador de calor [1].
b Quite los dos tornillos (M2.5x4) que fijan el altavoz al extractor del disipador de calor [2].
¢ Quite el altavoz del extractor del disipador de calor [3].



Instalacidon del altavoz

1 Para instalar el altavoz, realice lo siguiente:
a Alinee las ranuras del altavoz con las ranuras en el extractor del disipador de calor [1].
b Reemplace los dos tornillos (M2.5X4) para fijar el altavoz al extractor del disipador de calor [2].
¢ Enrute el cable del altavoz en los ganchos de retencion del extractor del disipador de calor [3].



2 Cologue:

a Extractor del disipador de calor
b Cubierta lateral

3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Moddulos de memoria

Extraccion del mdédulo de memoria

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:

a Cubierta lateral
b Extractor del disipador de calor

3 Para extraer el médulo de memoria, realice lo siguiente:

a Tire los ganchos de fijacion del médulo de memoria hasta que este salte [1].
b Quite el médulo de memoria del zécalo en la tarjeta madre del sistema [2].



Instalacion de un médulo de memoria

1 Parainstalar el médulo de memoria, realice lo siguiente:
a Alinee la muesca del modulo de memoria con la lengleta del conector del médulo de memoria.
b Inserte el médulo de memoria en el zdcalo del mdédulo de memoria [1] y presione hasta que encaje en su lugar [2].



2 Coloque:

a Extractor del disipador de calor
b Cubierta lateral

3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

del disipador de calor

Extraccion del disipador de calor

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:

a Cubierta lateral

b Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas

¢ Extractor del disipador de calor

3 Para extraer el disipador de calor:
a Afloje los cuatro tornillos cautivos (M3) que fijan el disipador de calor al sistema [1].

@l NOTA: La CPU de 35 W tiene cuatro tornillos y la CPU de 65 W tiene tres tornillos.
b Levante el disipador de calor del sistema [2].



Instalacion del disipador de calor

1 Parainstalar el disipador de calor:

a Coloque el disipador de calor en el procesador [1].
b Ajuste los cuatro tornillos cautivos (M3) para fijar el disipador de calor a la tarjeta madre del sistema [2].
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2 Cologue:

a Extractor del disipador de calor
b Ensamblaje para unidades de disco duro de 2,5 pulgadas
¢ Cubierta lateral

3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Procesador

Extraccion del procesador

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:
a Cubierta lateral
b Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas
¢ Extractor del disipador de calor
d Disipador de calor
8 Para extraer el procesador:
a Libere la palanca del zécalo presionando la palanca hacia abajo y hacia fuera desde debajo de la lengtieta en el protector del
procesador [1].
b Levante la palanca hacia arriba y levante el protector del procesador [2].

Las clavijas del z6calo del procesador son fragiles y pueden sufrir dafios permanentes. Tenga cuidado
de no doblarlas cuando quite el procesador del zécalo.
c Levante el procesador para extraerlo del zécalo [3].



®|NoTA: Después de quitar el procesador, coléquelo en un contenedor antiestatico para volver a utilizarlo, devolverlo o
almacenarlo de forma temporal. No toque la parte inferior del procesador para evitar dafios en los contactos del procesador.
Toque unicamente los bordes laterales del procesador.

Instalacion del procesador

1 Parainstalar el procesador, realice lo siguiente:
a Alineacion del procesador con los salientes del zocalo.

No emplee fuerza para colocar el procesador. Cuando el procesador esté colocado de forma correcta,
se encaja facilmente en el zécalo.
Alinee el indicador de la pata 1 del procesador con el triangulo en el socket.
Coloque el procesador en el zécalo de manera tal que las ranuras del procesador se alineen con los salientes del zécalo [1].
Cierre el protector del procesador deslizandolo debajo del tornillo de retencion [2].
Baje la palanca del zocalo y presidnela debajo de la lengUeta para encajarla [3].

® O O T



2 Cologue:

a
b
c
d

Disipador de calor

Extractor del disipador de calor

Ensamblaje para unidades de disco duro de 2,5 pulgadas
Cubierta lateral

3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Tarjeta WLAN

Extraccion de la tarjeta WLAN

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:

a
b

Cubierta lateral
Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas

3 Para quitar la tarjeta WLAN, realice lo siguiente:

a

b
c
d

Quite el Unico tornillo (M2X3.5) que fija la lengleta plastica a la tarjeta WLAN [1].
Quite la lengleta plastica para acceder a los cables de antena WLAN [2].
Desconecte los cables de antena WLAN de los conectores de la tarjeta WLAN [3].
Levante la tarjeta WLAN del conector de la placa base [4].



Instalacién de la tarjeta WLAN

1 Parainstalar la tarjeta WLAN, realice lo siguiente:
a Inserte la tarjeta WLAN en el conector de la tarjeta madre del sistema [1].
b Conecte los cables de la antena WLAN a sus respectivos conectores de la tarjeta WLAN [2].
c Coloque la lengUeta plastica para fijar los cables WLAN [3].
d Reemplace el Unico tornillo (M2X3.5) para fijar la lengleta plastica a la tarjeta WLAN [4].



2 Cologue:

a Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas
b Cubierta lateral

& Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

M.2 PCle SSD (SSD PCle M.2)

Extraccion de la unidad SSD PCle M.2

©) | NOTA: Las instrucciones también se aplican a la unidad SSD SATA M.2.

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:
a Cubierta lateral
b Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas
& Para quitar la unidad SSD PCle M.2, realice lo siguiente:
a Quite el Unico tornillo (M2X3.5) que fija la unidad SSD PCle M.2 a la tarjeta madre del sistema [1].
b Levante la unidad SSD PCle de su conector en la tarjeta madre del sistema y tire hacia fuera [2].



Instalacion de la unidad SSD PCle M.2

©) | NOTA: Las instrucciones también se aplican a la unidad SSD SATA M.2.

1 Para instalar la unidad SSD PCle M.2, realice lo siguiente:

a Inserte la unidad SSD PCle M.2 en el conector de la tarjeta madre del sistema [1].
b Reemplace el Unico tornillo (M2X3.5) que fija la unidad SSD PCle M.2 a la tarjeta madre del sistema [2].



2 Cologue:

a Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas
b Cubierta lateral

3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Modulo opcional

Extraccion del médulo opcional

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:

a Cubierta lateral
b Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas

3 Para quitar la tarjeta opcional, realice lo siguiente:

a Desconecte el cable de la tarjeta opcional del conector en la tarjeta madre del sistema [1].
b Quite los cuatro tornillos que fijan la tarjeta opcional al chasis del sistema [2, 3].



c Tirey levante la tarjeta opcional para separarla del sistema.
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Instalacion del médulo opcional

1 Parainstalar la tarjeta opcional, realice lo siguiente:
a Ubigue y alinee la tarjeta opcional en su lugar en el sistema.

b Reemplace los cuatro tornillos para fijar la tarjeta opcional al chasis del sistema [1, 2]
c Conecte el cable de la tarjeta opcional al conector en la tarjeta madre del sistema [3].
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3

Coloque:
a Cubierta lateral
b Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas

Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Bateria de tipo boton

Extraccién de la bateria de tipo botén

1
2

3

Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
Extraiga:

a Cubierta lateral

b Mobdulo opcional
Para extraer la bateria de tipo botén:

a Presione el pestillo de liberacion hasta que la bateria de tipo boton salte [1].

b Quite la baterfa de tipo botén de la tarjeta madre del sistema [2].

Extraccion e instalacion de componentes
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Instalacion de la bateria de tipo botén

1 Parainstalar la bateria de tipo botén:

a Sostenga la bateria con el signo "+" hacia arriba y deslicela debajo de las lengUetas de seguridad situadas en el lado positivo del
conector de la tarjeta madre del sistema [1].

b Presione la bateria dentro del conector hasta que encaje en su lugar [2].



2 Instalela
a Cubierta lateral
b Maddulo opcional
3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Placa base

Extraccion de la placa base

1 Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
2 Extraiga:

Cubierta lateral

Ensamblaje para unidades de disco duro de 2.5 pulgadas
Extractor del disipador de calor

WLAN

M.2 PCle SSD (SSD PCle M.2)

Médulo de memoria

Maodulo opcional

Disipador de calor

Procesador

[e})
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& Para quitar la carcasa para unidad de disco duro:

a Quite el tornillo que fija la carcasa para unidad de disco duro a la tarjeta madre del sistema [1].
b Levante la carcasa para unidad de disco duro de la tarjeta madre del sistema [2].



4 Para extraer la placa base, realice lo siguiente:
a Quite los dos tornillos (M3x4) [1] y tres tornillos (6-32x 5.4) [2] que fijan la tarjeta madre al sistema.
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b Levante la tarjeta madre del sistema para desenganchar los conectores de la parte posterior de la computadora [1].
¢ Deslice la tarjeta madre del sistema para extraerla de la computadora [2].



Instalacion de la placa base

1 Parainstalar la tarjeta madre del sistema, realice lo siguiente:

a Sujete la tarjeta madre por los bordes e inclinela formando un &ngulo hacia la parte posterior del sistema.

b Baje la tarjeta madre hacia el sistema hasta que los conectores en la parte posterior de la tarjeta madre estén alineados con las
ranuras del chasis y los orificios de tornillos de la tarjeta madre estén alineados con los separadores del sistema [1, 2].
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¢ Reemplace los dos tornillos (M3x4) [1] y tres tornillos (6-32x5.4) [2] para fijar la tarjeta madre al sistema.
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d Coloque la carcasa para unidad de disco duro en la tarjeta madre del sistema [1].
e Reemplace el tornillo que fija la carcasa para unidad de disco duro a la tarjeta madre del sistema [2].



2 Coloque:
a Procesador
Disipador de calor
Modulo de memoria
Modulo opcional
M.2 PCle SSD (SSD PCle M.2)
WLAN
Extractor del disipador de calor
Ensamble de disco duro de 2.5 pulgadas
i Cubierta lateral

SQ DO O 0O T

3 Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.
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Solucién de problemas

Diagndsticos de evaluacion del sistema de preinicio
(ePSA)

Los diagnésticos de ePSA (también conocidos como diagnésticos del sistema) realizan una revisién completa de su hardware. La ePSA esta
incorporada con el BIOS vy la activa el BIOS internamente. Los diagnésticos incorporados del sistema ofrecen un conjunto de opciones para
determinados dispositivos o grupos de dispositivos, permitiendo:

Ejecutar pruebas automaticamente o en modo interactivo
Repetir las pruebas
Visualizar o guardar los resultados de las pruebas

Ejecutar pruebas exhaustivas para introducir pruebas adicionales que ofrezcan méas informacion sobre los dispositivos que han
presentado errores

Ver mensajes de estado que indican si las pruebas se han completado correctamente
Ver mensajes de error que informan de los problemas que se han encontrado durante las pruebas

Utilice los diagnésticos del sistema para probar solo su equipo. Si utiliza este programa con otros equipos, es
posible que se obtengan mensajes de error o resultados no vélidos.

NOTA: Algunas pruebas para dispositivos especificos requieren de la interaccién del usuario. Asegirese siempre de estar en la
terminal del equipo cuando se realicen las pruebas de diagnéstico.

®

Ejecucién del diagnéstico de ePSA

1 Invoque el inicio de diagndstico. Para ello, utilice uno de los métodos sugeridos anteriormente.

2 Una vez que se encuentre en el mend de inicio por Unica vez, use la tecla de flecha hacia arriba/abajo para ir a ePSA o Diagnostics
(Diagnéstico) y presione la tecla <Retorno> para iniciar.

La opcion Fn+PWR (Fn+ENC) parpadeara el inicio de diagnéstico seleccionado en pantalla e iniciara el diagndstico/ePSA
directamente.

En la pantalla del menu de inicio, seleccione la opcion Diagnostics (Diagnésticos).
4 Presione la flecha situada en la esquina inferior derecha para ir a la lista de la pagina.
Los elementos detectados se enumeraran y se probaran.
5  Sihay algun problema, apareceran los cddigos de error.
Anote el codigo de error y el nimero de validacion, y contactese con Dell.

Para ejecutar una prueba de diagnéstico de un dispositivo especifico,
realice lo siguiente:

1 Presione la tecla Esc y, a continuacion, haga clic en Yes (Si) para detener la prueba de diagndstico.
2 Seleccione el dispositivo del panel izquierdo y haga clic en Run Tests (Ejecutar pruebas).
& Sihay algun problema, apareceran los codigos de error.

Anote el codigo de error y el nimero de validacion, y contactese con Dell.



Diagnéstico

La POST (autoprueba de encendido) del equipo garantiza que se cumplen los requisitos informéticos basicos y que el hardware funciona
adecuadamente antes de que comience el proceso de inicio. Si el ordenador pasa la POST, se iniciard de forma normal. Sin embargo, si el
equipo falla la POST, emitird una serie de codigos LED durante el inicio. EI LED del sistema esté integrado en el botdn de encendido.

La siguiente tabla muestra los diferentes patrones de luces y lo que indican.

Tabla 3. Resumen de los indicadores LED de alimentacién

Estado de LED ambar Estado de LED blanco Estado del sistema Notas
Off (Apagado) Off (Apagado) S5
Off (Apagado) Parpadeando S3, no PWRGD_PS
Estado anterior Estado anterior S3, no PWRGD_PS Esta entrada proporciona la
posibilidad de un retraso de
SLP_S3# activo a PWRGD_PS
inactivo.
Parpadeando Off (Apagado) SO, no PWRGD_PS
Luz verde Off (Apagado) S0, no PWRGD_PS, obtencién
de codigo =0
Off (Apagado) Luz verde S0, no PWRGD_PS, obtencién Esto indica que el BIOS del host
de codigo =1 ha comenzado a ejecutarse y el

Tabla 4. Fallas de la luz &mbar parpadeante

Estado de LED ambar Estado de LED blanco Estado del sistema

registro del indicador LED ahora
se puede escribir.

Notas

2 1 MBD con dafios

2 2 Cableado, PSU o MB con darios

2 3 CPU, DIMM o MBD con darios

2 4 Baterfa de tipo botén dafada

Tabla 5. Estados bajo el control del BIOS del host

MBD con darios: filas A, G, Hy J
de la tabla 12.4 de
especificaciones de SIO:
indicadores previos a la POST
[40]

Cableado, PSU o MB con darios:
filas B, C y D de la tabla 12.4 de
especificaciones de SIO [40]

CPU, DIMM o MBD con darios:
filas F y K de la tabla 12.4 de
especificaciones de SIO [40]

Bateria de tipo botén dafiada: fila
M de la tabla 12.4 de
especificaciones de SIO [40]

Estado de LED &mbar Estado de LED blanco Estado del sistema Notas

2 5 Estado 1 del BIOS Caédigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 0001): BIOS dafiado.

2 6 Estado 2 del BIOS Caédigo de la POST del BIOS

(patrén del indicador LED



Estado de LED ambar

Estado de LED blanco

Estado del sistema

Notas

Estado 3 del BIOS

Estado 4 del BIOS

Estado 5 del BIOS

Estado 6 del BIOS

Estado 7 del BIOS

Estado 8 del BIOS

Estado 9 del BIOS

Estado 10 del BIOS

anterior 0010): falla de CPU o
configuracion de la CPU.

Cédigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 0011): configuracién de
la memoria en curso. Se han
detectado mddulos de memoria
adecuados, pero ha ocurrido una
falla.

Codigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 0100): falla o
configuracion de dispositivo PCI
combinada con falla o
configuracion del subsisterma de
video. BIOS para eliminar el
cédigo de video 0101.

Codigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 0110): falla o
configuraciéon de USB y
almacenamiento combinada.
BIOS para eliminar el codigo de
USB 0111

Cédigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 1000): configuracion de
la memoria; no se detectd
ninguna memoria.

Codigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 1001): error irrecuperable
de la placa base.

Codigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 1010): configuracion de
la memoria; médulos
incompatibles o configuracion no
valida.

Codigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 1011): codigos
combinados de "configuracion de
recursos y otra actividad previa
al video". BIOS para eliminar el
cédigo 1100.

Codigo de la POST del BIOS
(patrén del indicador LED
anterior 1110): otra actividad
previa a la POST, rutina posterior
a la inicializacion de video.



Mensajes de error de diagndsticos

Tabla 6. Mensajes de error de diagnésticos

Mensajes de error

Descripcién

AUXILIARY DEVICE FAILURE

BAD COMMAND OR FILE NAME

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE
DATA ERROR

DECREASING AVAILABLE MEMORY

DISK C: FAILED INITIALIZATION

DRIVE NOT READY

ERROR READING PCMCIA CARD

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / < > | -

GATE A20 FAILURE

* 2 n

GENERAL FAILURE

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

La superficie tactil o el mouse externo pueden estar defectuosos. Si
el ratdn es externo, compruebe la conexion del cable. Active la
opcion Pointing Device (Dispositivo apuntador) en el programa de
configuracion del sistema.

Asegurese de que ha escrito el comando correctamente, ha
colocado los espacios en la posicion correcta y ha utilizado el
nombre de ruta correcto.

Error de la memoria caché primaria interna del microprocesador.
Péngase en contacto con Dell.

La unidad éptica no responde a los comandos del equipo.
La unidad de disco duro no puede leer los datos.

Uno o més modulos de memoria pueden ser defectuosos o estar
asentados incorrectamente. Vuelva a instalar los médulos de
memoria y, si es necesario, reemplacelos.

Fallé el inicio de la unidad de disco duro. Ejecute las pruebas de
disco duro en Dell Diagnostics (Diagnésticos Dell).

Para que se lleve a cabo la operacion, es necesario que haya una
unidad de disco duro en el compartimento antes de que pueda
continuar. Instale una unidad de disco duro en el compartimento de
la unidad de disco duro.

El equipo no puede identificar la tarjeta ExpressCard. Vuelva a
insertar la tarjeta o pruebe con otra tarjeta.

La cantidad de memoria registrada en la memoria no volatil
(NVRAM) no coincide con el médulo de memoria instalado en el
equipo. Reinicie la computadora. Si vuelve a aparecer €l error,
comuniquese con Dell.

El archivo que est4 intentando copiar es demasiado grande y no
cabe en el disco, o el disco est4 lleno. Pruebe a copiar el archivo en
otro disco o en un disco con mayor capacidad.

No utilice estos caracteres en nombres de archivo.

Puede que uno de los médulos de memoria esté suelto. Vuelva a
instalar el moédulo de memoria vy, si es necesario, reemplacelo.

El sistema operativo no puede ejecutar el comando. El mensaje
suele aparecer seguido de informacion especifica. Por ejemplo:
Printer out of paper. Take the appropriate
action.

El ordenador no puede identificar el tipo de unidad. Apague el
equipo, extraiga la unidad de disco duro e inicie el equipo desde una
unidad Optica. Después apague el equipo, vuelva a instalar la unidad
de disco duro y reinicielo. Ejecute las pruebas de disco duro en Dell
Diagnostics (Diagnésticos Dell).



Mensajes de error

Descripcién

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE O

HARD-DISK DRIVE FAILURE

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

INSERT BOOTABLE MEDIA

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ALLOCATION ERROR

LLa unidad de disco duro no responde a los comandos del ordenador.
Apague el equipo, extraiga la unidad de disco duro e inicie el equipo
desde una unidad optica. Después apague el equipo, vuelva a
instalar la unidad de disco duro y reinicielo. Si el problema persiste,
utilice otra unidad. Ejecute las pruebas de disco duro en Dell
Diagnostics (Diagnésticos Dell).

LLa unidad de disco duro no responde a los comandos del ordenador.
Apague el equipo, extraiga la unidad de disco duro e inicie el equipo
desde una unidad optica. Después apague el equipo, vuelva a
instalar la unidad de disco duro y reinicielo. Si el problema persiste,
utilice otra unidad. Ejecute las pruebas de disco duro en Dell
Diagnostics (Diagnésticos Dell).

La unidad de disco duro puede estar defectuosa. Apague el equipo,
extraiga la unidad de disco duro e inicie el equipo desde una unidad
Optica. Después apague el equipo, vuelva a instalar la unidad de
disco duro y reinicielo. Si el problema persiste, utilice otra unidad.
Ejecute las pruebas de disco duro en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

El sistema operativo est4 intentando iniciar un soporte multimedia
que no es de inicio, como una unidad éptica. Insert bootable media
(Introduzca un medio de arranque).

La informacion de configuracion del sistema no coincide con la
configuracion de hardware. Es mas probable que el mensaje
aparezca tras instalar un médulo de memoria. Corrija las opciones
adecuadas en el programa Configuracion del sistema.

Para teclados externos, compruebe la conexion del cable. Ejecute la
prueba de controladora del teclado en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

Para teclados externos, compruebe la conexidn del cable. Reinicie el
ordenador vy evite tocar el teclado o el ratdn durante la rutina de
inicio. Ejecute la prueba de controladora del teclado en Dell
Diagnostics (Diagnésticos Dell).

Para teclados externos, compruebe la conexion del cable. Ejecute la
prueba de controladora del teclado en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

Para teclados externos, compruebe la conexidn del cable. Reinicie el
ordenador vy evite tocar el teclado o las teclas durante la rutina de
inicio. Ejecute la prueba de tecla bloqueada en Dell Diagnostics
(Diagnésticos Dell).

Dell MediaDirect no puede comprobar las restricciones de la Gestion
de derechos digitales (DRM por sus siglas en inglés) en el archivo,
por lo que el archivo no puede reproducirse.

Puede que haya un médulo de memoria dafiado o insertado
incorrectamente. Vuelva a instalar el médulo de memoria v, si es
necesario, reemplacelo.

El software que intenta ejecutar esta en conflicto con el sistema
operativo, con otro programa de aplicacion o con una utilidad.
Apague el equipo, espere 30 segundos y reinicielo. Vuelva a ejecutar



Mensajes de error

Descripcién

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ

VALUE EXPECTING VALUE

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

NO TIMER TICK INTERRUPT

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

SECTOR NOT FOUND

SEEK ERROR

SHUTDOWN FAILURE

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

el programa. Si sigue apareciendo el mensaje de error, consulte la
documentacion del software.

Puede que haya un médulo de memoria dafiado o insertado
incorrectamente. Vuelva a instalar el médulo de memoria v, si es
necesario, reemplacelo.

Puede que haya un médulo de memoria dafiado o insertado
incorrectamente. Vuelva a instalar el médulo de memoria v, si es
necesario, reemplacelo.

Puede que haya un médulo de memoria dafiado o insertado
incorrectamente. Vuelva a instalar el médulo de memoria v, si es
necesario, reemplécelo.

El ordenador no puede encontrar la unidad de disco duro. Si el
dispositivo de inicio es la unidad de disco duro, asegurese de que la
unidad est4 instalada, insertada correctamente y dividida en
particiones como dispositivo de inicio.

El sistema operativo podria estar dafiado. Péngase en contando
con Dell.

Un chip de la placa base puede estar defectuoso. Ejecute las
pruebas de Ajuste del sistema en Dell Diagnostics (Diagnésticos
Dell).

Tiene demasiados programas abiertos. Cierre todas las ventanas y
abra el programa que desea utilizar.

Reinstalar el sistema operativo. Si el problema persiste,
comuniquese con Dell.

La ROM opcional ha fallado. Comuniquese con Dell.

El sistema operativo no puede encontrar un sector de la unidad de
disco duro. Probablemente la unidad de disco duro tenga una tabla
de asignacion de archivos (FAT) o un sector dafiado. Ejecute la
utilidad de comprobacién de errores de Windows para comprobar la
estructura de archivos de la unidad de disco duro. Consulte
Windows Help and Support (Ayuda y soporte técnico de
Windows) para obtener instrucciones (haga clic en Start [Inicio] >
Help and Support [Ayuda y soporte técnico]). Si hay un gran
numero de sectores defectuosos, haga una copia de seguridad de
los datos (si es posible) y después vuelva a formatear la unidad de
disco duro.

El sistema operativo no puede encontrar una pista especifica en la
unidad de disco duro.

Un chip de la placa base puede estar defectuoso. Ejecute las
pruebas de Ajuste del sistema en Dell Diagnostics (Diagnésticos
Dell). Si vuelve a aparecer el mensaje, comuniquese con Dell.

Los valores de configuracion del sistema estan dafiados. Conecte el
ordenador a una toma de alimentacion eléctrica para cargar la
bateria. Si el problema continla, trate de restaurar los datos
entrando en el programa de configuracion del sistema y saliendo
inmediatamente. Si vuelve a aparecer el mensaje, comuniquese con
Dell.



Mensajes de error

Descripcién

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP
PROGRAM

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Puede que haya que recargar la bateria de reserva que resguarda los
valores de configuracion del sistema. Conecte el ordenador a una
toma de alimentacion eléctrica para cargar la bateria. Si el problema
persiste, comuniquese con Dell.

La hora o la fecha en la informacion de configuracion del sistema no
coinciden con el reloj del sistema. Corrija los valores de las opciones
Data and Time (Fecha y hora).

Un chip de la placa base puede estar defectuoso. Ejecute las
pruebas de Ajuste del sistema en Dell Diagnostics (Diagnésticos
Dell).

LLa controladora del teclado puede ser defectuosa o el médulo de
memoria puede estar suelto. Ejectue las pruebas de memoria del
sistema y la prueba de controladora del teclado en Dell
Diagnostics (Diagnéstico Dell) o comuniquese con Dell.

Inserte un disco en la unidad y vuelva a intentarlo.

Mensajes de error del sistema

Tabla 7. Mensajes de error del sistema

Mensaje de sistema

Descripcién

Alert!
have failed at checkpoint

Previous attempts at booting this system

[nnnn]. For help in

resolving this problem, please note this

checkpoint and contact Dell Technical Support

CMOS checksum error

CPU fan failure
System fan failure
Hard-disk drive failure

Keyboard failure

No boot device available

No timer tick interrupt

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has
reported that a parameter has exceeded its
normal operating range. Dell recommends that

you back up your data regularly. A parameter

El equipo no pudo completar la rutina de inicio tres veces
consecutivas a causa del mismo error.

RTC se ha restablecido, se ha cargado la configuracién del BIOS
predeterminada.

El ventilador de la CPU presenta una anomalia.
El ventilador del sistema presenta una anomalia.
Posible fallo de la unidad de disco duro durante la POST.

Error de teclado o cable suelto. Si retirar y volver a insertar el cable
no resuelve el problema, reemplace el teclado.

No existe ninguna particion de inicio en la unidad de disco duro, el
cable de la unidad de disco duro esté suelto o bien no existe ningun
dispositivo de inicio.

Si la unidad de disco duro es el dispositivo de inicio, asegurese
de que los cables estan conectados y de que la unidad esta
instalada correctamente y dividida en particiones como
dispositivo de inicio.

Entre en el programa Configuracién del sistema y asegurese de
que la informacion de la secuencia de inicio es correcta.

Puede que haya un error de funcionamiento de un chip de la placa
base o un fallo en la placa base.

Error de S.M.A.R.T., posible error de la unidad de disco duro



Mensaje de sistema Descripcién

out of range may or may not indicate a
potential hard drive problem



Obtencion de ayuda

Como ponerse en contacto con Dell
®

NOTA: Si no tiene una conexion a Internet activa, puede encontrar informacién de contacto en su factura de compra, en su
albaran de entrega, en su recibo o en el catalogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en linea y por teléfono. La disponibilidad varia segun el pais y el producto y es
posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su area. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones
relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atencion al cliente:

Vaya a Dell.com/support.
Seleccione la categoria de soporte.
Seleccione su pais o region en la lista desplegable Elija un pais o regién que aparece al final de la pagina.

DN -

Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en funcién de sus necesidades.
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